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内容概要

本书系统介绍了FPGA（用户现场可编程门阵列）集成电路的发明者——美国Xilinx公司的FPGA
、CPLD器件产品的结构原理、功能特征及应用设计技术。
    本书第1章，提出了现代数字系统单片化实现以工艺集成和现场集成来分类的新概念，阐述了数字系
统现场集成技术的重要性；第2、3章介绍了Xilinx的主流FPGA、CPLD器件的结构原理、功能特征、开
发工具及设计流程；第4章介绍了现代数字系统设计的主流方式——VHDL设计技术，系统归纳
了VHDL硬件描述语言结构、语法规则及电路设计方法；第5、6章针对数字系统现场集成设计中的技
术特征，介绍了有关的电路设计技巧、器件选择原则及系统性能改进方法，并给出了若干典型的应用
设计实例。
    本书内容丰富，技术新颖，实用性强。
对于通信技术、计算机应用、航空航天仪器仪表、自动化应用领域从事数字系统设计及单片化集成的
设计工程师、科研人员、大专院校相关专业的研究生、高年级本科生，都是一本具有指导和实用价值
的技术参考书。
    本书可作为高等院校信息工程类等相关专业的高年级本科生及研究生的《数字系统设计技术》课程
教材，也可作为工程师继续教育的培训用书。
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章节摘录

版权页：插图：第五块掩膜版：它是确定N+掺杂区域的光刻掩膜版。
N+区掩膜版为P+区掩膜版的负版，即Si片上所有非P+区均采用N+注入掺杂。
图1.2（e）表示了N+掺杂在有源区形成NMOS管源和漏的过程以及N型衬底欧姆接触N+区的形成。
第六块掩膜版：是用于确定欧姆接触区的光刻掩膜版。
所谓欧姆接触，是指纯电阻的接触，不具有二极管那样的整流作用。
图1.2（f）示意出欧姆孔窗口的形成过程。
金属与扩散区或金属与多晶硅的接触，就在这些欧姆孔位置上由下一步金属化工序完成。
第七块掩膜版：首先在硅片表面形成一层金属膜（如铝），再对第七块掩膜版光刻，有选择地刻蚀掉
电路中不需要的金属，从而形成电路中的金属连线，如图1.2（g）所示。
第八块掩膜版：对硅片进行钝化，将压焊块之外的区域全部由钝化层保护起来，以防止污染物侵入而
破坏或改变电路的性能，如图1.2（h）所示。
以上，我们用图示的方法介绍了CMOS电路加工的基本工艺步骤。
实现工艺制作过程，往往需要根据设计的要求、工艺实现的重复性要求等，在上述基本工艺步骤之外
，附加一些工艺步骤，如调整P管或N管开启电压、调整场区（即指非N扩散区和非P扩散区）寄
生MOS管开启电压等等。
2）门阵列集成电路门阵列IC是指采用门阵列设计方式和制作方式构成的集成电路，在ASIC市场中占
有很重要的地位。
门阵列由于其设计过程自动化程度高，制造周期较短，价格较低，特别适用于批量相对小的.ASIC的设
计与制作。
门阵列技术特征是器件结构已预先制造好，即硅片上有预先制造好的固定的晶体管阵列，固定的输入
、输出压焊块位置，固定的布线通道。
这种未定义功能的阵列分布的晶体管基片就称为门阵列母片。
通过母片上阵列分布的晶体管之间的金属化互连来实现的专用电路就是门阵列IC。
门阵列设计。
EDA软件不但可以自动实现金属化互连的拓扑结构，而且可以验证其结果是否满足ASIC设计的要求。
门阵列设计电路的复杂程度依赖于所使用的EDA工具的能力。
一般的门阵列设计软件都具有较高的自动化水平，只要求设计者掌握一定的集成电路知识就可以从事
设计。
不同的EDA工具可能具有不同的设计细节，但总的来说，门阵列的设计步骤可概括为以下5个步骤。
（1）生成相应EDA工具可读的ASIC设计文件。
设计文件可以是EDA系统编辑的电路逻辑图，也可以是特定硬件描述语言描述的电路结构。
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编辑推荐

《XILINX数字系统现场集成技术》为数字系统现场集成技术丛书之一。
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